
 

 

证券代码： 301217                             证券简称：铜冠铜箔 

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 

2023 年度业绩说明会投资者关系活动记录表 

                                                      

投资者关系活动

类别 

 

□特定对象调研         □ 分析师会议 

□ 媒体采访            ☑  业绩说明会 

□ 新闻发布会          □ 路演活动 

□ 现场参观  

□其他： （请文字说明其他活动内容） 

参与单位名称及

人员姓名 

铜冠铜箔 2023 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全

体投资者 

时间 2024 年 5 月 16 日 (周四) 下午 15:00~17:00 

地点 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云

访谈”栏目 

上市公司接待人

员姓名 

主持人：铜冠铜箔 

总经理：印大维 

董秘, 财务负责人：王俊林 

独立董事：丁新民 

保荐代表人：朱哲磊 

投资者关系活动

主要内容介绍 

 

各位投资者朋友：大家下午好！欢迎参加安徽铜冠铜箔集团

股份有限公司 2023 年度业绩网上说明会，为了让广大投资者进

一步了解公司经营业绩、财务状况、战略规划等，公司以网络在

线互动的方式与各位投资者直接交流。 

1、您好，请问 2024 年年度公司业绩会亏损吗？ 

您好，目前铜箔行业产能快速扩张，竞争激烈，铜箔加工费

收入下降明显，公司 2024 年一季度净利润亏损 2,769.74 万元。

2024 年公司将坚持高质量发展，推动公司产品走向特殊功能化、

高端化、多样化的新方向，多措并举推进降本增效，优化生产经

营，积极作为。请投资者关注公司定期报告。 

2、您好，请问董秘，公司预计什么时候分红？ 



 

 

您好，公司 2023 年度利润分配预案如下：以截至 2023 年 12

月 31 日公司总股本 829,015,544 为基数，拟向全体股东每 10 股

派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 49,740,932.64

元（含税）。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结

转至下一年度,本年度不送红股，不以资本公积转增股本。本次

利润分配方案已经董事会审议通过，待 2023 年度股东大会审议

批准后，两个月内实施。 

3、根据公开披露的信息，贵公司已经研发出半导体封装用

可剥离铜箔的专利，目前半导体、芯片行业是国家重点发展的薄

弱行业，未来发展空间巨大，贵公司有没有布局半导体芯片各环

节专用高性能电子铜箔的生产计划？在设备、工艺、技术、人才

等方面有什么困难和障碍？ 

您好，公司坚持创新成就未来，不断通过加大研发投入、加

强人才队伍建设等方式提升产品竞争力，公司 IC 封装用载体铜

箔已突破核心技术，产业化布局将结合市场需求及自身设备、工

艺储备情况推进。 

4、2024 年 1 月国务院国资委决定将市值管理纳入企业负责

人考核范围，贵公司作为纳入国资委“双百行动”的重点国企，

将会采取什么措施来应对考核？ 

您好，股票价格受多方面因素影响，公司始终坚持内在价值

为核心的市值管理理念，坚持规范治理，为投资者创造更多价值

和回报，实现企业与投资者的双赢。公司也将不断加强公司治理，

提升公司价值，积极做好市值管理工作。 

5、您好，请问公司在建的项目预计什么时候能够投产？ 

您好，公司目前的在建项目为“高性能电子铜箔技术中心项

目”、“铜陵铜冠年产 1万吨电子铜箔项目”、“铜冠铜箔年产

1.5 万吨电子铜箔项目”，上述项目达到预定可使用状态的时间

均为 2024 年 6 月。 

6、贵公司的高端电子铜箔像 RTF、HVLP1、HVLP2、HVLP3 等

产品目前在下游客户的推广、测试、应用等情况如何？与国外企



 

 

业生产的高端铜箔相比，有什么竞争优势？预计什么时候能获得

大订单来实现量产销售？贵公司的 HVLP4 产品的研发进度如

何？能否研发成功？不同的高端铜箔产品需要再另外订制不同

的设备、生产工艺线、工人吗？ 

您好，公司持续在高端电子铜箔产品端发力，其中 RTF 铜箔

产销能力于内资企业中排名首位，HVLP1、HVLP2 铜箔已向客户

批量供货，HVLP3 铜箔已通过终端客户全性能、全流程测试，产

品性能得到下游客户充分肯定。公司具备生产前述高端电子铜箔

的能力，2024 年工作重点之一就是进一步推进高端铜箔产品的

市场开发，提升高附加值产品出货比率，实现高端电子铜箔产品

的进口替代。 

7、贵公司最新的极薄 3.5um 锂电池铜箔项目目前处于什么

阶段？有没有获得客户的订单？锂电池铜箔未来的发展方向和

重点是什么？如何应对行业的产能过剩，来进一步提高加工费？ 

您好，结合市场实际需求情况，目前公司向下游客户出货以

6μm锂电池铜箔为主，公司已掌握3.5μm锂电池铜箔生产技术。

锂电池铜箔正向着更薄、微孔、高抗拉强度和高延伸率方向发展，

公司也在积极优化、储备相关生产技术，以提升高附加值产品的

出货比率，提高公司加工费水平。、 

8、贵公司目前有正在建设的铜陵铜冠 1 万吨/年和池州 1.5

万吨/年的锂电池铜箔生产项目，请问目前的进展如何？2023 年

铜箔行业产能出现过剩，会不会造成新建项目 2024 年产能闲置

的情况？如果会，有没有什么办法来解决？ 

您好，公司“铜陵铜冠年产 1万吨电子铜箔项目”、“铜冠

铜箔年产 1.5 万吨电子铜箔项目”达到预定可使用状态的时间均

为 2024 年 6 月。公司将结合市场需求情况，向更薄、微孔、高

抗拉强度和高延伸率方向开发并生产更多高附加值的锂电池铜

箔产品，提高自身产品竞争力的同时，积极开拓客户推广产品应

用，提升项目的产能利用率水平。 

9、2023 年铜箔企业的经营状况普遍都非常不好，披露的主



 

 

要原因是铜箔产能扩张过快，导致竞争激烈，加工费下降明显，

而且下游产业链去库存调整，复苏乏力等等，贵公司作为行业领

头企业，请问 2024 年预计会出现有利，还是更加恶化的边际变

化？贵公司具体会采取什么措施来应对挑战？ 

您好，目前铜箔行业产能快速扩张，竞争激烈。2024 年公

司将重点做好以下工作：强化安环管控，保障企业稳定；积极推

进项目建设；抢抓市场发展机遇，不断优化客户结构；加快研发

攻关进度；追求精益制造突破。 

10、贵公司对复合铜箔怎么看？国内不少其他铜箔企业已经

在研发、布局、实施复合铜箔产业链各环节的产能，而且下游大

客户像华为的问界 M9、极克氢等高端车型也在试用和测试，请

问贵公司在复合铜箔方面的研发、客户送样反馈和落地生产的进

度如何？ 

您好，公司已组建专业人员研究开发复合铜箔，公司将根据

复合铜箔加工工艺和加工设备完善情况，推进工艺开发。 

11、铜箔的技术壁垒体现在设备、生产工艺、专利、配方、

经验等具体哪些方面？目前与国外的高端铜箔像美国、日本的三

井金属、福田、欧洲的卢森堡电工、韩国和台湾地区等企业差距

还有多大？预计什么时候能完全实现国产替代进口？在国内铜

箔企业中，贵公司的竞争优势如何？ 

您好，公司持续在高端电子铜箔产品端发力，其中 RTF 铜箔

产销能力于内资企业中排名首位，HVLP1、HVLP2 铜箔已向客户

批量供货，HVLP3 铜箔已通过终端客户全性能、全流程测试，产

品性能得到下游客户充分肯定。公司高端电子铜箔产量逐步提

升，加速高端电子铜箔产品的进口替代进程。 

附件清单（如有） 无 

日期 2024 年 5 月 16 日 

 


